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DE
INTRODUCCION

a favor de Don Angel HERNANDEZ LOPEZ, de nacionalidad es—
pafiola, residente en Barcelona, calle BuenosrAires, 68,

por YPRCCEDIMIENTOC PARA LA OBTENCION DE LAMINAS PARA CIR-

CUITOS IMPRESOS". : -

..\—

-

MEMORIA DESCRIPTIVA

La invencidén se refiere a un procedimiento para
la obtencidn de materiales para circuitos impresos, consis
tentes en una delgada capa metilica sobre una placa aislan
te, Los circuitos impresos son empleados en amplios terre-
nos de la electrotecnia. Son obtenidos ordinariamente a
partir de un laminado de resina sintética recubierto de
cobre, sobre la cual se imprime o aplica por un proceso fo
toquimico, una copia de la imagen de circuito deseada. La
imagen aplicada, la llamada miscara de ataque, sirve como

proteccién durante la subsiguiente eliminacién del cobre
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‘sobrante mediante corrosién. Luego se aplica los componen

tes electrdnicos sobre el laminado obtenido de esta mane-
ra, de forma que los conductores eléctricos del circuito
constituyen las conexiones eléctricas y el laminado pro-
porciona el necesario soporte o base mecinico. Este proce
dimiento proporciona buenas posibilidades de ahorro de es
pacio y peso en la fabricacién de unidades electrdnicas y
tiene la ventaja de una mayor fiabilidad y fabricacidn ra
cional.

Las placas aislantes empleadas més corrientemen
te estin formadas por laminados de resinas fenblicas, re-
Forzadas con papel, las cuales son utilizadas para circui
tos relativamente sencillos, o por laminados de resinas e
poxi reforzadas con fibras de vidrio, que son empleadas
cuando los requisitos técnicos son mis elevados. También
se utiliza laminados de resina sintética reforzados con
fibras de otras clases, asi como materiales de soporte de
folios de resina sintética o placas metilicas recubiertas
de resina sintética, en una especialidad determinada. Pa-
ra la aplicacibén del recubrimiento o capa de cobre es co-
rriente emplear Folios o chapas de cobre que son aplica=
dos sobre un material fibroso que constituye el soporte y
estd impregnaco con una resina sintética parcialmente enw-
durecida (el llamado material fibroso preimpregnado), des-
pués de lo cual el material complejo es prensado a alta
presibén y temperatura aumentada, de manera que se produce
el endurecimiento final de la resina, con 1o que el mate-

rial fibroso se transfonma en una placa que se encuentra
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unida rigidamente con el folio de cobre. El folio de co-
bre tiene usualmente un espesor de 35 micrbémetros, aunque
también se puede emplear folios mis gruesos o mis delga-
dos. De acuerdo con otro procedimiento conocido, los fo-
lios de cobre son unidos con folios de resina sintética
bajo la accidn de calor y presidn.

Debido al répido desarrollo dentro de la técni-
ca de la electrbnica, cada vez es mayor la demanda de cir
cuitos impresos con buena exactitud dimensional, especial
mente para circuitos con reducidos anchos de linea y pe-
quefias separaciones entre los conductores. Actualmente ya
eon necesarios, en muchos casos, circuitos impresos con an
chos de 1linea de 0,2 mm y cada vez se emplea dimensiones
més reducidas, de forma que las necesidades actuales cre-
ceran en el futuro. Este desarrollo ha conducido a una ne
cesidad de laminados con capa de cobre mis delgada. Desde
hace poco tiempo se viene empleando cada vez en forma més
extensa, laminados con folio de cobre de 17 micrémetros de
espesor, con lo que se obtiene algunas ventajas, por ejem=
plo una menor corrosién solapada, o sea, la eliminacién de
cobre de debajo de la méscara de ataque. La corrosidn sow
lapada o formacibén de conductores en vsera es un serio
problema, que tiene como consecuencia una precisibdn dimen
sional inaceptable, especialmente cuando se trata de cire
cuitos impresos con finos conductores. De la influencia
de la corrosidn solapada sobre los diversos espesores de
la capa de cobre, se tratari detalladamente mis adelante,

Mediante una técnica de trabajo adecuada es po-
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‘sible alcanzar un alto grado de precisidn en la obtencidn

de 1a méscara de ataque, pero a causa de la corrosidén so-
lapada se producen dificultades en el mantenimiento de la
buena precisibén dimensional, por ejemplo en el ancho de
las lineas, que es posible obtener con el procedimiento
que emplea la mascara de ataque.

Las capas de cobre delgadas no sOlamente scn ven
tajosas para pequefias anchuras de linea. También en el ca
so de grandes distancias entre los conductores y de gran-
des anchuras de linea, las capas de cobre delgadas hacen
posible una elevada precisidn dimensional cuya ventaja ha
de ser encontrada, por ejemplo, en 1l0S Casos en que sea ne
cesario tener en cuenta las influencias eléctricas entre

los conductores en la construccibén del circuito electréni

- co. Las especificaciones en este sentido resultan particu

larmente severas, en la practica, entre otros en sistemas
electrdnicos que han de trabajar a frecuencias elevadas.

Las capas de cobre delgadas todavia hacen posi-
bles otras ventajas. Por ejemplo, el tiempo de atadque es
reducido considerablemente, al mismo tiempo que se dismi-
nuye la cantidad de solucibn de ataque empleada, y también
es menor la cantidad de cobre necesaria para la formacidn
de la capa de cobre, de modo que, en base de las razones
que se acaba de exponer, dichas capas delgadas pueden con
tinuar siendo ventajosas aunque las especificaciones res-—
pecto de la precision dimensional no sean demasiado exigen
tes,

Cuando se desea un mayor espesor en los conduc-
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"tores de cobre, el mismo puede ser aumentado mediante una

deposicibén quimica o galvinica de cobre de acuerdo con
procedimientos conocidos. Con esta técnica el cobre se de
posita Gnicamente sobre las partes de la capa de cobre que
representan los conductores del circuito impreso final y
que, ordinariamente, constituyen una parte menor de la su
perficie total del ecircuito impreso. Utilizando métodos
de trabajo adecuado se puede producir el reforzamiento del
espesor de las capas de cobre con una buena precisién di-
mensional, y en las placas aisladas que estdn provistas
con imagen de conductores de cobre en sus dos caras, este
reforzamiento puede tener lugar, ventajosamente, en rela-
cién con la llamada "metalizacibédn de orificios", que es un
procedimiento muy empleado para la obtencidn de conexiones
eléctricas entre 1los circuitos impresos de ambos lados de
la placa aislada y para formar orificios para el montaje
de componentes eléctricos. De esta manera es innecesaria
toda etapa adicional para la metalizacibén a través de los
orificios. E1 procedimiento proporciona, ademis, la ven-
taja de que la mayor parte de los conductores del circui-
to v la capa de cobre de 1os orificios estan formados por
metal depositado hogénea y simultaneamente, lo cual es
conveniente y ventajoso desde el punto de vista de la fia~
bilidad.

Las precedentes indicaciones ilustran claramens
te las ventajas del empleo de placas aislantes provistas
de capas delgadas de metal, tal como son corrientes, des-

de hace tiempo, para la obtencibén de circuitos impresos.
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én un procedimiento utilizable para la obten-
cibén de placas aislantes y recubiertas de metal para cir-
cuitos impresos, se utiliza como material de .partida un
folio metélico continuo, o lleno y exento de imagen, que
es unido con la placa aislante mediante prensado a tempe
ratura elevada o de otra manera. Los folios metdlicos em
pleados mas corrientemente son de cobre y han sido obte~
nidos electroliticamente, de manera que presentan una e~
levada pureza. Se presentan, no obstante, importantes pro
blemas cuando se trata de obtener de acuerdo con este pro
cedimiento una placa aislante provista de un folio de co-
bre que tiene menos de 17 micrbémetros de espesor, ya que
se producen fuertes dificultades en el manejo préctico de
hojas de cobre tan delgadas. Otra desventaja importante
de este procedimiento conocido, en el caso de folios de
cobre muy delgados y obtenidos electroliticamente, se de-
riva de que el folio presenta cavidades y orificios pasan
tes, los llamados microporos que, por motivos ficilmente
comprensibles, son mas dificiles de evitar cuando més del
gado es el folio, Durante el prensado del laminado, el ma
terial de resina sin endurecer puede pasar a través de
los poros y acumulares en la superficies 1ibres de dicho
fblio, 1o cual puede conducir a fuertes dificultades, por
ejemplo durante el ataque ulterior de la capa de cobre.

En otro procedimiento propuesto anteriormente
se deposita una delgada capa de cobre por metalizacidn di-
recta sobre una placa aislante. Esta metalizacidén ha de

ser llevada a cabo, al menos parcialmente, de acuerdo con
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‘otro procedimiento distinto de la electrodeposicidn, ya

que el material del soporte es aislante. Para ello es apro
piada la metalizacién quimica que, no obstante, es relati
vamente cara y complicada. Por ejemplo, la superficie del
laminado ha de ser preparada usualmente a fin de garanti-
zar una buena adherencia del cobre depositado, y este tra
tamiento previo puede conducir a profundas cavidades y ho
quedades en la capa de soporte, las cuales son llenadas
con cobre en el procedimiento de metalizacibdn. Esto impli
ca un tiempo relativamente importante a fin de asegurarse
de que todo el cobre de las partes atacadas del laminado,
ha sido eliminado. E1l mayor tiempo de ataque eleva los cos
tes de fabricaciédn y, ademis, conduce a una mayor corrosién
solapada, incluso en los laminados con capas de cobre del-
gadas.

Para completar la exposicidn del estado de la
téenica relativo a la obtencidn de materiales para circui-
tos impresos, ain es necesario mencionar un procedimiento
que se halla descrito, por ejemplo, en la patente nortea-
mericana 2 692 190. De acuerdo con esta memoria de patente
se aplica o forma una imagen de circuito final de cobre
sobre un soporte provisional, después de lo cual este so-
porte es prensado contra una placa aislante final cuyo ma-
terial de resina se encuentre todavia sin endurecer, con
su imagen de conductores enfrentada a la superficie de di
cha placa. Con el prensado, la imagen de conductores pene
tra en la placa aislante final, y después del endureci-

miento de esta Gltima el soporte provisonal es eliminado,
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por ejemplo-mediante corrosibn. Este modo de trabajo, que
ha sido descrito en relacidn con capas de cobre de los es
pesores usuales, es utilizado esencialmente para los fines
de obtener circuitos impresos acabados y en los cuales la
superficie de la imagen de conductores se encuentra en el
mismo plano que la superficie circundante de la placa ais
lante. Esto hace posible el empleo de los llamados "contac
tos deslizantes"™ en la disposicibédn de circuito y en la que
han de ser empleados como conmutadores. Se ha observado,
no obstante, que este procedimiento conocido tiene ofertas
desventajas, las cuales pueden conducir a dificultades e
interferencias en aplicaciones determinadas, por 10 menos.
Algunas de estas desventajas han sido discutidas en la pa-
tente inglesa 1 116 299, y en relacién con la invencidn
también es necesario indicar que se presentan dificultades
practicas y econdmicas cuando el procedimiento ha de ser
utilizado para la obtencidn de circuitos impresos con un
grado de precisién muy elevado y que, entre otros, es ne-
cesario para la obtencidn de circuitos con conductores muy
estrechos y muy reducidas distancias entre ellos. Después
del ataque, el soporte provisional con el circuito ha de
ser manipulado y transportado para prensarlo sobre la pla
ca aislanted final, y estas medidas desmejoran en general
la precisibn del procedimiento. También es necesario ha=-
cer notar que el procedimiento no es utilizable en la prac
tica cuando se trata de obtener laminados con imigenes de
conductores en ambas caras de la placa aislante final y me

talizacibédn a través de los orificios. También es necesario
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hacer notar que el reforzamiento del espesor de los conduc
tores de cobre sobre la placa aislante, va emparejado con
grandes dificultades cuando se desea olitener un alto gra-
do de precisidn.

Las desventajas descritas anteriormente de los
procedimientos conocidos, son eliminadas ampliamente de a=
cuerdo con la invencifn.

El procedimiento de acuerdo con la invencién, pa
ra obtener materiales adecuados para circuitos impresos,
consistentes en una capa metdlica sobre una placa aislanw
te, se caracteriza por el hecho de aplicar por electrode~
posicidn, una capa de metal delgada, continua y exenta de
imagen, con un espesor de menos de 17 micrémetros, sobre
un soporte provisional, ventajosamente destinado a ser em
pleado una sola vez, en forma de un folio de aluminio, cinc
0 sus aleaciones, o bien de acero, encolando rigidamente
la capa metdlica aplicada sobre el soporte provisional, por
la cara mis alejada de éste, a una placa aislante final,

y eliminando el soporte provisional, con lo que la imagen
dé circuito deseada puede ser obtenida por ataque de la
capa metilica unida rigidamente a la placa aislante.

El espesor de la capa metdlica delgada puede ser,
de acuerdo con la invencidn, de entre 1 y 15 micrémetros,
ventajosamente entre 2 y 10 micrémetros y, por ejemplo, de

5 micrémetros.

No es imprescindible que las diversas etapas del
procedimiento de acuerdo con la.invencibn sean realizadas

directamente en sucesidén y en el mismo lugar. El procedi-



D

b s e it 1 12 et ¢ a0 A+

Sf

10.

15.

20.

25.

- 10 =

&

L conxnene J
B

miento puede ser dividido varias veces tanto en tiempo co~
mo el 1ﬁgar, de manera que se obtiene uno o varios produc-
tos intermedios separados, los cuales son scmetidos en for
ma encadenada a tratamientos complementarios para la reali
zacidn del procedimiento completo de acuerdo con la invens
cibén.

La capa metalica delgada que ha de constituir el
circuito, puede estar formada por cobre, niquel o aleacio-
nes de estos metales, y puede estar Fformada por una sola
capa o por la combinacién de dos o més capas de metales di
ferentes o de sus aleaciones, Aparte de ello los metales
mencionados anteriormente pueden ser otros, y también se
puede emplear combinaciones de metales distintas.

La placa aislante final estd formada conveniente
mente por una resina sintética plana y rigida, que puede
estar reforzada con fibras, por ejemplo una placa de resi-
na epoxi reforzada con fibras de vidrio, aunque también
puede estar formada por un folio de resina sintética, que
asimismo puede ser reforzado con fibras.

De acuerdo con una forma de realizacidn ulterior
de la invencidn, que entra en cuenta particularmente cuan-
do se emplea un folio de aluminio o de aleacidon de alumi-
nio como soporte provisional, se puede aplicar una capa
relativamente delgada de cinc, estafio o aleacidn de estos
metales sobre la cara de dicho soporte que se halla vuel-
ta hacia la capa metilica, antes de efectuar la deposicién
galvanica de esta dltima.

A chntinuacidn la invencidn es descrita detalla
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damente en combinacién con las ilustraciones.

Las figuras 1 a 3 representan la influencia del
espesor de la capa de cobre la llamada corrosidn solapada
o en forma de visera; las figuras 4 a 10 ilustran una for
ma de realizacidn del procedimiento de acuerdo con la in-
vencidn; la figura 11 muestra un procedimiento modificado;
las Ffiguras 12 a 14 muestran un procedimiento de acuerdo
con la invencién, en el que el espesor de la parte que for
ma la imagen de conductores estd reforzado, por metaliza-
cidn, mediante una delgada capa de metal, y en el que las
otras partes de la capa metdlica son eliminadas por ataque;
la figura 15 muestra el resultado déspués de una metaliza-
cibn a través de los orificios; la figura 16 indica esque-
miticamente un dispositivo para obtener de acuerdo conm la
invencién materiales para circuitos impresos, y la figura
17 muestra esquemiticamente otra forma de realizacidn del
procedimiento de acuerdo con la invencidn.

Las figuras 1 a 3 muestran en seccidn transver-
sal una capa metadlica =2I~~2II~ y =2III~ de un circuito im
preso en el que esti unida a una placa aislante =1- y cu-
bierta por una mascara de ataque -3-. En la figura 1 la
referencia =4~ indica el espacico vacio que se forma a cau
sa del ataque en el material de la capa metdlica, debajo
de la miscara, y cuya dimensidn estd indicada en -UI-. En
las figuras 2 y 3 esta corrosidn solapada o en visera estd
indicada con ~UII~ y =UIII- respectivamente. La capa meté-
lica -2I~ de la figura 1 es relativamente gruesa, por ejem

plo de 35 micrémetros, y hace necesario un largo tiempo de
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‘ataque; en este caso la corrosidn en visera es importante.

El espesor de la capa metalica —2II- de la figura 2 es mas
reducido, de unos 17 micrdémetros, y la corrosidn en visera
es notablemente menor (UII) que la -UI- de la figura 1. La
capa metalica -2III- es muy delgada, de por ejemplo 5 mi-
crbémetros my sdlo necesita un corto tiempo de ataque. En
este caso la corrosidn en visera es despreciable, incluso
para anchuras muy reducidas de los conductores formados por
la capa metilica.

Las figuras 4 a 10 ilustran un procedimiento de
acuerdo con la invencidn. Sobre un soporte provisional ~5-
(figura 4) de aluminio, se deposita galvanicamente una del
gada capa de cobre =6~ (figura 5) con un espesor de menos
de 17 micrdmetros. El material representado en la figura 5
es laminado o prensado a continuacibén sobre una placa ais-
lante final ~7-~, por ejemplo de resina epoxi reforzada con
fibra de vidrio, con la capa de cobre vuelta hacia la pla=-
ca (figura 6), después de lo cual es eliminado el soporte
provisional =~5=-, por ejemplo por pelado o mediante ataque.
Sobre el producto obtenido de esta manera (figura 7) se a-
plica una méscara de ataque -8- (figura 8) que corresponde
a la imagen de circuito deseada, después de lo cual se e-
limina las partes descubiertas de la capa de cobre delga-
da mediante ataque (figura 9). Después de disolver la méis-
cara de ataque -8~ se obtiene el circuito impreso final
segin la figura 10.

El material representado en la figura 7 puede ser

utilizado como tal segiin se representa en las figuras 8 y 9.
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Esto tiene la ventaja de que la corrosidn en visera que se
produce durante el proceso de ataque es despreciable, pero
esta ventaja también puede ser mantenida cuando se trata
de obtener circuitos con espesor reforzado en los conduc—~
tores. Las figuras 12 a 14 muestran como se puede alcanzar
este efecto.

Sobre una placa aislante -11-= se aplica una capa
de cobre =12-~, con un espesor de, por ejemplo 5 micrbémetros,
de acuerdo con el procedimiento de la invencidn. Para refor
zar el espesor de los conductores se aplica primeramente
sobre la capa de cobre -12- una mascara =13~ que correspon
de al negativo de la imagen de conductores deseada, tal co
mo se ha representado en la figura 12. Luego se deposita
galvanicamente mds cobre -16- sobre la capa -12- hasta que
se alcanza el espesor deseado de los conductores, de por
ejemplo 35 micrbémetros, sobre la cual se aplica un segundo
metal distinto =17-, que actlha como miscara de ataque, tal
como se ha representado en la figura 13. Finalmente la mas
cara -13~ es disuelta y la delgada capa de cobre anteriore
mente cubierta por ella es eliminada mediante un ataque
para el que se necesita tan sblo un corto tiempo. El resul
tado esti representado en la figura 14, donde se aprecia
que se ha obtenido un conductor de espesor importante, por
ejemplo de 35 micrdémetros, y con dimensiones muy exactas y
que pueden ser llevadas m&s alla del error producido por
una corrosidén en visera nominal.

La figura 15 muestra un procedimiento para la me-

talizacidn a través de orificios, el cual es llevado a cabo,
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‘convenientemente, al mismo tiempo que la metalizacidn para

reforzar el espesor de los conductores, representada en las
figuras 12 a 14. Una placa aislante -21= es provista en sus
dos caras y de acuerdo con un procedimiento segin la inven
cibn, con sendas capas de cobre muy delgadas -22a~ y =22b=-.
En el material de base se ha formado previamente orificios,
por ejemplo mediante taladrado, indicados en en =24-., Des=-
pués del recubrimiento con una miscara en la forma conoci-
da se lleva a cabo la matalizacibén, de modo que el cobre
depositado se aplica sobre las partes no cubiertas de 1la
capa de cobre delgada y en las superficies internas de los
orificios, hasta obtener el espesor deseado. Después de la
retirada de la mdscara y del ataque de las partes de la ca
pa de cobre que se encontraban dehajo de ella, se obtiene
el producto final, representado en la figura 15. La ilus-
tracibén muestra que los recubrimientos de cobre -23a- de~
positados sobre las capas de cobre delgadas, y los recubri
mientos =23b~ depositados sobre las paredes de los orifi-
cios -24~, tienen espesores aproximadamente iguales y pre-
sentan una buena unién mutua, lo cual es muy importante
desde el punto de vista de la fiabilidad.

El soporte provisional utilizado en el procedi-
miento de la invencibén ha de tener sblamente el espesor ne
cesario para formar y sostener la capa de cobre delgada,
de manera que el material complejo formado por dichos so-
porte y capa delgada pueda ser manipulado cdmodamente du-
rante los trabajos posteriores. Ventajosamente, el soOpor=

te provisional puede ser desechable, de manera que puede
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"ser destruido después de su empleo. El espesor de este S0

porte depende de la rigidez del material empleado, con to
do, no ha de tener mis de 0,2 mm, ventajosamente no m&s
de 0,1 mm, por ejemplo 0,03 mm.

La invencibn tiene la ventaja ulterior de que el
soporte provisonal puede servir como proteccidén contra la
oxidacidn, corrosién y otros daflos de la capa met&lica del
gada durante el transporte, almacenamiento y manipulacio-
nes mecénicas del laminado. Este soporte es eliminado en el
transcurso de la fabricacidén de los circuitos impresos.

Una ventaja ulterior estd relacionada con la pre
sencia, descrita antes, de agujeros pasantes, los llamados
microporos, en la capa de cobre, Estos microporos son muy
dificiles de evitar durante la deposicidn galvanica y, tal
como se ha descrito, conducen a dificultades, ya que una
parte de la resina se corre a través de los microporos has
ta la superficie del cobre, durante el prensado a alta pre
sién que se realiza para obtener, por ejemplo, laminados de
resina epoxi reforzados con fibra de vidrio. Las manchas
de resina epoxi sobre la superficie del cobre son extrema=-
damente desventajosas en la fabricacidén de los circuitos
impresos, durante el ataque, la metalizacidédn y la soldadu-
ra, y este problema es tanto mas dificil de evitar cuanto
mis delgada es la capa de cobre, Mediante la invencidén se
resuelve este inconveniente, ya que el soporte provisional
forma una eficaz capa de barrera durante el proceso de pren
sado y evita completamente que la resina corra hasta la su

perficie de 1a capa de cobre.
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Es conveniente socmeter la capa de cobre, antes
del prensado del soporte provisional que la lleva con la
placa aislante, a un tratamiento superficial para mejorar
la adherencia entre el cobre y la resina de dicha placa y
que tiene por objeto volver irregular la superficie del
metal. E1 espescr de la capa de cobre depositada es calcu
lado como espesor de la seccibén transversal, y en este sen
tido un espesor de 10 micrdémetros corresponde a un peso
superficial o gramaje de aproximadamente 87 g/ha.

El procedimiento de acuerdo con la invencibén es

ilustrado ulteriormmente a través de los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 1.

Un folio de aluminio de 50 micrbémetros de espe-
sor es lavado con una solucién de limpieza formada por car
bonato y fosfato sbddicos en agua. Luego es enjuagado con
agua y a continuacibén galvanizado durante 2 minutos, a 45°¢
y con una densidad ,de corriente de 15 mA/bmg, en una so-

lucidén acuosa que contiene los siguientes componentes:

Cu(CN), 25 g/1
NaCN 20 g/1
Na,C0,4 30 g/1
NaOH 3g/1
Sal Rochelle 70 g/1

Después de lavado, el folio es metalizado duran-
te 2.minutos, ccon una densidad de corriente de 50 mA./'cm2
v una temperatura de 42°c, en un bafio acuoso que contiene
los siguientes componentes:

Cuso, 170 g/1

H2304 50 g/l
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Luego se continfa la electrodeposicién en el mis
mo batio pero con una densidad de corriente de 200 mA/cm2
durante un tiempo de 2 minutos, a fin'de obtener una super
ficie de mayor cristalinidad y mejor adherencia a la resi-
na epoxi. De esta manera queda formada una capa de cobre
con un espesor de 5 micrbmetros.

Después de la electrodeposicién el folio de alu-
minio es enjuagado y secado, y luego superpuesto a una pie
za de tejido de vidrio impregnada con una resina epoxi, de
manera que la capa recubierta de cobre queda vuelta al tew
jido. E1 laminado es prensado y el folio de aluminio puede
ser pelado a continuacidén. La capa de cobre unida al lami-
nado final tiene, respecto al soporte de capa, una fuerza
de adherencia (Resistencia al levantamiento) de 1,52 kg/cm,
medida de acuerdo con el método ASTM D/1867 después de ha-
ber reforzado el espesor dela capa de cobre por metaliza-
cidn hasta 35 micrémetros. El espesor de la capa metdlica
depositada galvinicamente puede ser variado con facilidad
modificando el tiempo de galvanizacidén y la densidad de co
rriente, Sobre el laminado obtenido de esta manera se apli
ca subsiguientemente una imagen de conductores de acuerdo
con el circuito impreso deseado, mediante ataque en forma
conocida.,

EJEMPLO 2.

De la manera descrita en el ejemplo 1 se obtiene
un laminado, en el que el folio de aluminio es eliminado
por ataque con &cido clorhidrico en lugar de hacerlo mecé-

nicamente por arranque. La fuerza de separacibdn resulta ser
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‘de 1,61 kg/cm.

EJEMPLO 3.

Un folio de cinc de 80 micrdmetros de espesor es
galvanizado durante 2 minutos a 20°¢ y con una densidad de
corriente de 100 mA/cm®, en un bafic que contiene los si-
guientes componentes:

Cus0,.5H,0 220 g/1

HyS0, 100 g/1

Después del enjuagado, el folio es galvanizado
durante 20 segundos a la temperatura ambiente, en el mismo
bafio de metalizacién y con una densidad de corriente de
500 mA/cm>, Luego la galvanizacién es continuada en el mis
mo bafio durante 30 segundos con una densidad de corriente
de 50 mA/bmz, de manera que se forma una capa de cobre de
6 micrémetros. Después del prensado, de la manera descrita
en el ejemplo 1, el folio de cinc es eliminado por ataque
con acido clorhidrico. En el laminado terminado la capa de
cobre tiene una fuerza de adherencia, expresada como resis
tencia al arranque, de 2,14 kg/om.

EJEMPLO 4.

Un folio de acero de 100 micrdémetros de espesor
es galvanizado durante 2 minutos a 35% y una densidad de
corriente de 24 mA/cmz, en un bafio que contiene los si-
guientes componentes:

' CuP,0 50 g/1

277

X, P50, _ 250 g/1

Después de lavado, el folio galvanizado durante 3 minutos

a 35°C y una densidad de corriente de 100 mA/cma, en un
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- bafio que contiene los siguientes componentes:

'Cuso4. 5H,0 225 g/1
Hy80, 100 g/1
El folio es galvanizado a continuacidén en el mismo bafio,
durante 20 segundos a 35°% y con una densidad de corrien-
te de 500 mA/bmz. Luego es galvanizado de nuevo en el mis
mo bafio durante 20 segundos a 35% y una densidad de co-
rriente de 100 mA/ch.

Se obtiene una capa de cobre de 10 micrdmetros
de espesor. Después del prensado, de la manera descrita en
el ejemplo 1, el folio de acero puede ser arrancado. La ca
pa de cobre del laminado final tiene una fuerza de adheren
cia, expresada como resistencia al arranque, de 1,88 kg/cm.
E!EMPLO Se

sobre un folio de aluminio se aplica, por galva—-
nizacidén del modo desciito en el ejemplo 1, una capa de 5
micrémetros de espesor. Luego el folio es prensado, bajo
la accibén de calor y presidn, sobre un folio de tereftala—
to de polietileno de 75 micrdmetros de espesor, con la ca=-
ra cubierta de cobre vuelta hacia dicho folio. Como medio
de unidén se emplea una resina de poliuretano termoendure-
cible. Después de pegado el folio metadlico al folio de re
sina sintética, se puede arrancar el folic de aluminio.

Se obtiene un laminado flexible, formado por folio de re-

sina sintética y la capa de cobre de 5 micrémetros de es-

pesor.

EJEMPLO 6.

Sobre un folio de aluminio se galvaniza, de la
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‘manera descrita en el ejemplo 1, una capa de cobre de 10

micrémetros de espesor y luego el Folio es superpuesto so
bre un velo de fibras de'poliéster impregnado con una re—
sina epoxi parcialmente endurecida, con la cara cubierta
de cobre wvuelta hacia el mismo. Después del prensado a tem
peratura eievada se puede arrancar el folio de aluminio, y
el laminado metalizado de cobre tiene una buena flexibili-

dad.

EJEMPLO 7.

Sobre un folio de aluminio se deposita galvani-
camente de la menera descrita en el ejemplo 1, una capa de
cobre de 3 micrémetros de espesor. Luego la superficie CoOw-
breada del folio es cubierta con una capa de 75 micrbémetros
de espesor, de una resina epoxi termoestable y parcialmente
endurecida. Se cubre al mismo tiempo una placa de cobre de
1 mm de espesor, con una capa de 75 micrdmetros de grueso
de la misma resina epoxi parcialmente endurecida. La placa
de cobre ha recibido, mediante un tratamiento electroliti-
co, una superficie que se adhiere bien a la resina epoxi.
El folio y la placa de cobre son prensados juntos bajo la
accibén de calor y presidn, con las dos caras cubiertas de
resina epoxi vueltas la una hacia la otra, después de lo
cual se elimina por ataque con acido clorhidrico el folio
de aluminio. E1 laminado final esti formado por una placa
de cobre y una capa de cobre de 3 micrémetros de espesor,
entre las cuales se encuentra interpuesta una capa eleC-
troaislante de resina epoxi. La placa de coke proporcio-

na un eficaz radiador de calor para un componente que ha
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"de trabajar caliente y es soldado a la capa de cobre.

Desde el punto de vista de la economia, los fo-
lios de aluminio son los soportes prdvisionales mas venta
josos para el procedimiento de la invencidn, ya que son ba
ratos y ficiles de atacar, y, desde el punto de vista de
la proteccibn ambiental, producen pocos productos secunda
rios peligrosos. No obstante, el empleo de tales folios no
estd exento de problemas. Es dificil alcanzar una buena
fuerza de adherencia en la deposicién galvénica de una ca
pa metélica sobre folios de aluminio, y esto es 1o que o=
curre, entre otros casos, cuando se trata de aplicar una
capa de cobre sobre el folio. En esta incidencia es usual~
mente necesario utilizar un bafio de galvanizacidn que con=
tiene cianuros y en el que se generan productos residuales
que son peligrosos para el ambiente.

De acuerdo con una forma de realizacion de la
invencibén se emplea como soportes provisionales folios de
aluminio recubiertos con una delgada capa de cinc o esta=-
fio, ventajosamente con un espesor de hasta 2 micrdmetros,
y la capa metélica delgada es depositada entonces por gal
vanizacidén sobre este recubiimiento de cinc o de estafio.
La fuerza de adherencia entre el metal, por ejemplo cobre,
y la capa de cinc o de estaflo, es muy buena. En caso desea-
do también se puede evitar el empleo de bafios que contie-
nen cianuros. La figura 11 muestra un soporte provisional
-5« sobre el que se ha aplicado un a delgada capa de cinc
-9~ sobre la que se deposita luego, por galvanizacibén, una

capa de cobre =6,
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EJEMPLO 8.
Un folio de aluminio laminado es tratado duran-
te 1 minuto en una solucidn de cincado que contiene 95 g
de Zn0 y 520 g de NaOH por litro, después de lo cual se
5. aprecia que el folio ha quedado cubierto con una capa de
cine, la cual es disuelta posteriommente por inmersibén en
HNO3 al 50% para obtener una limpia superficie de aluminio.
El folio de aluminio es tratado a continuacidn, nuevamente
durante 1 mimuto a temperatura ambiente, en la anterior so
10. lucidén de cincado, con 1o que se forma una delgada capa de
cinc con buena fuerza de adherencia sobre el folio de alu-
minio. El folio de aluminio manipulado de esta manera, es
metalizado durante 3 minutos a 50°C v con una densidad de

corriente de 50 mA/CmQ, con niquel, en una solucibn Watts

15. que contiene los siguientes componentes:
Sulfato de niquel 300 g/1
Cloruro de niquel 45 g/l
Acido bbérico 180 g/1
Luego se continGa la galvanizacidén durante 1 minuto en el
20. mismo bailo, a 50°¢C y con una densidad de corriente de 150
mA/bmz.

El folio de aluminio metalizado es superpuesto
por su cara cubierta de niquel sobre una pieza de tejido
de vidrio impregnado con resina epoxi. E1l laminado es pren

25, sado y el folio de aluminio con la capa de cinc puede ser
disuelto con H,50,. Asi se obtiene un laminado que esté
recubierto con niquel en un espesor de 5 micrémetros. La

fuerza de adherencia entre la capa de niquel y el tejido
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‘de vidrio impregnado con resina, expresada en términos de

resistencia al arranque, es de 2,14 g/cm, medida en un fo
lio de 35 micrémetros de espesor.
EJEMPLO 9.

Un folio de aluminio laminado es sumergido du-
rante 3 minutos en una solucibn de NaOH al 50%, y luego en
una solucidn de cincado, asimismo durasite 1 mimuto, que

contiene los siguientes componentes:

NaOH 60 g/1
Zno 6 g/1
FeCl . 6H,0 2 g/1
Sal Rochelle 55 g/1
NaNo, 1 .g/1

El folio de aluminio tratado con cinc es metali-
zado de latdén durante 6 minutos a 60°C con una densidad de
corriente de 40 mA/me, en un bafio que contiene los siguien

tes componentes:

CuCN 55 g/1
Zn(CN)2 31 g/1
NaCN 95 g/1
Na,CO4 35 g/1
NH, OH 10 g/1

Se prepara un laminado de la manera descrita en el ejemplo
8 y el soporte provisional puede ser disuelto con sto4
después del prensado. Se obtiene un laminado con una capa
de latdn de 4 micrdmetros de espesor, en el que la rela=
cibn del cobre al cinc es de 703 30. La resistencia al a=-

rranque es de 1,07 kg/cm.
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EJEMPLO 10

Un folio de alwminio laminado es tratado con
cinc de la manera descrita en el ejemplo 8. A continuacién
el folio es metalizaco con latdn, durante 5 minutos a tem-
peratura ambiente y con una densidad de corriente de 50 mA/

cm2 en un baflo que comprende los siguientes componentes:

CuCN 20 g/1
zn(CN), 45 g/1
NaCN , 50 g/1
Na,C0, 32 g/1
NaOH 30 g/1
Sal Rochelle 5 g/1

Se obtiene un laminado de la manera descrita en
el ejemplo 8, en el que el soporte provisional puede ser
disuelto eon H,580, después del prensado. Se obtiene un la
minado con una capa de latdn en el que esta Gltima tiene
un espesor de 5 micrdmetros y la relacidn de cobre a cinc
es de 40:60. La resistencia al arranque es de 1,07 kg/cm.
EJEMPLO 11.

Un folio de aluminio que ha sido tratado con
cinc de la manera descrita en el ejemplo 8, es metalizado
a temperatura ambiente, durante un tiempo de 1, 2, 5 y 10
minutos y con una densidad de corriente de 60 mA/tma, en
una solucién &cida de cobre que contiene 200 g de Cuso,.
SH,0 vy 70 g de H,50, por litro. A continuacidn el Ffolio
es metalizado en la misma solucidn durante 20 segundos con
una densidad de corriente de 200 mA/cm2 y luego otros 20

segundos con una densidad de corriente de 50 mA/Cm2.
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Se obtiene un laminado de la manéra descrita en
el ejemplo 8, del que se puede arrancar €l soporte provis ‘
sional después del premsado. E1 laminado queda recubierto
con cobre, con espesores de 4, 5, 8 y 13 micrémetros. La
fuerza de adherencia a la placa aislante es de 1,96 kg/cm.

El espesor de la capa metdlica depositada galqé
nicamente puede ser variado fhcilmente por modificacibn
del tiempo de galvanizacibén o de la densidad de corriente
mencionados en el ejemplo 10.

La figura 16 muestra esquemdticamente un proce—
dimiento continuo de acuerdo con la invencidn, para obte=
ner un material apropiado para circuitos impresos, consis
tente en un folio de aluminio con una capa de cobre muy
delgada, depositada sobre el mismo. E1 folio de aluminio
~32- es estirado de una bobina de reserva -31- y conduci=
do luego a través de un baflo de limpieza =33~ y de un bafio
de enjuague -34=-, que contiene Na2C03, Na3P04 o0 NaOH. Des~
pués el folio es tratado con una solucidn de cincado o de
estaflado =35~ de manera que se deposita una delgada capa
de cinc o de estaflo sobre el mismo. Después de un nuevo
enjuague en un fluido ~36-, apropiado, el folio es intro-
ducido hacia abajo a través de una solucidn =37~ que se en=
cuentra en un dispositivo para la metalizacién electroli-
tica de la superficie del folio recubierto con cinc o esw
taflo, de manera que se deposita una delgada capa de cobre
sobre dicho folio, El medio -~37~ puede ser, por ejemplo,
una solucidn de sulfato de cobre, de pirofosfato de cobre

0 de cianuro de cobre. Durante el proceso de galvanizacidn,



3.

10.

15.

20.

25,

- 26 =

el folio que pasa bajo el cilindro -40- es conectado como
citodo y la placa —41- como &nodo. Después de la metaliza=-
cibén el producto es enjuagado en un bafio ~43~ y secado con
ayuda de un secador -38-, después de lo cual el folio de
aluminio metalizado de cobre obtenido, es enrollado en la
bobina -39-. Este procedimiento se ha descrito en 10 que
antecede, unicamente a titulo ilustrativo. Determinadas e-
tapas del procedimiento pueden ser suprimidas, en tanto que
otras pueden ser afladidas. Por ejemplo, en determinados ca-
sos puede ser necesario utilizar otras etapas de galvaniza
cidn.

La invencidn abarca asimismo un procedimiento mo
dificado que es, técnica y econdémicamente, especialmente
ventajoso para la obtencidn de determinadas clases de peli
culas de resina sintética recubiertas de metal. En este
procedimiento la capa metdlica delgada es depositada so-
bre el soporte provisional con una solucidén de resina, un
prepolimerc o la solucién de un prepolimero. También es po
sible emplear dispersiones de resinas, fusiones u otras fa
ses fluidas de las resinas o de los prepolimeros. La capa
aplicada es transformada, por ejemplo mediante la evapora=-
cibén del medio disolvente y la polimerizacién del prepoli
mero, en la fase sblida. Luego el soporte provisional pue
de ser retirado, con lo que se obtiene un folio de resina
sintética cubierto con una capa metélica muy delgada. Como
ejemplos de folios de resina sintética metalizados que pue
den ser obtenidos ventajosamente por este procedimiento se
puede mencionar los folios de resinas de benzoxazol, poli=-

bencimidazol, poliimida y polibutadieno. Estas resinas sin
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simcurs §

‘téticas tienen buenas propiedades dieléctricas y una bue-
na estabilidad térmica, 1o cual es ventajoso para los cir
cuitos impresos. Estos folios de resina sintética recu~
biertos de metal pueden ser empleados, por ejemplo, Ppara
la obtencidn de circuitos impresos flexibles.

La figura 17 muestra esquemdticamente un proce-
dimiento continuo que puede ser llevado a la practica de
esta manera. De una bobina de reserva =51- @e estira un
folio =~52-, formado eventualmente por el producto final
~42= que se obtiene de acuerdo con el procedimiento repre-
sentado en la figura 16, transversalmente sobre una sufri-
dera =53-. Se acepta en ello que la cara inferior del fo-
lio horizontal esti formmado por un soporte provisional en
forma de un folio metllico -52a-, y la cara superior por
una capa de metal que ha sido aplicada galvinicamente so~
bre el soporte provisional y estda formado por una delgada
capa =52b-, de cobre por ejemplo. La capa metdlica es re-
cubierta con el prepolimero a partir de un depdsito =54~
que contiene un prepolimero fluido =55~ de una resina ap—
ta para constituir una placa aislante final para los cir-
cuitos impresos que se trata de obtener. El prepolimero es
acabado de polimerizar a continuacidn con ayuda de un dis
positivo apropiado -57-, de manera que se obtiene un folio
-56-, flexible y resistente. Después de la eliminacibén del
folio metdlico -52a-, que es enrollado en una bobina =59,
el folio =~56-, con la capa metldlica Ffuertemente adherida
al mismo, es enrollado sobre una bobina -58-. Con miras a

la sencillez, no se ha representado en la figura 17 otras
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etapas de procedimiento eventualmente necesarias, por e-

jemplo los tratamientos previos de los materiales que
constituyen el folio. A partir de la bobina =59~ el folio
metdlico puede ser conducido eventualmente a una nueva me
talizacibén. El1 soporte provisional, en lugar de ser elimi
nado por pelado, puede ser separado de cualquier otra ma-—
nera, por ejemplo mediante un ataque que puede ser previs
to ventajosamente en relacibébn inmediata con la obtencidn
de los circuitos impresos.

EJEMPLO 12,

Se obtiene de la manera descrita en el ejemplo 11
un folio de aluminio recubierto con un espesor de 5 micrd-
metros de cobre. La superficie de cobre libre es recubier
ta con una solucidén formada por 15 partes en peso de pre=
polimero de polibenzoxazol y 85 partes en peso de dimeti-
lacetamida. La dimetilacetamida es evaporada en un amario
calefactor, aumentando la temperatura interior dentro de
60 minutos y gradualmente, de 60 a 160°c; luego la tempe-
ratura es elevada hasta 300°C y mantenida durante 45 minutos
a este nivel. Durante este Gltimo tratamiento, que es lle-
vado a cabo en atmésFfera de nitrdgeno, el prepolimero su-
fre una reaccién quimica por la que se forma un polibenzoxa
z0l aromatico.

Luego se elimina el folio de aluminio mediante
ataque con 4cido clorhidrico, de manera que se obtiene un
folio de polibenzoxazol de 25 micrbébmetros de espesor, Cu-
bierto con una capa de cobre de 5 micrbémetros de espesor,

de grueso. El folio de resina sintética es muy flexible y
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‘tiene muy buena estabilidad térmica hasta los 250°C. La

resistencia a la traccidn es de 1050 kg/'cm2 a 20°.

NOTA

Se reivindica como objeto de la presente paten=
te de introduccidn:

1. Procedimiento para la obtencidn de léminas
para circuitos impresos, formados por una capa metllica
sobre una placa aislante, caracterizado esencialmente por
el hecho de depositar por galvanizacién una capa metilica
delgada, continua y exenta de imagen, con un espesor de
menos de 17 micrémetros, sobre un soporte provisional en
forma de un folio o pelicula de aluminio, cinc, aleaciones
de estos metales o acero, pegando rigidamente la capa me-
tdlica que se encuentra sobre el soporte provisional a una
placa aislante definitiva y eliminando posteriormente di-
cho soporte provisional.

2., Procedimiento para la obtencidén de laminas
para circuitos impresos, de acuerdo con la reivindicacibdn
1, caracterizado esencialmente por el hecho de utilizar
como soporte provisional un material desechable después
de su empleo,

3. Procedimiento para la obtencidén de laminas
para circuitos impresos, de acuerdo con las reivindicacio-

nes 1 y 2, caracterizado por el hecho de llevar a cabo la
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galvanizacién en condiciones tales que se deposita un re-—
cubrimiento metéiico hasta un espesor de 5 micrbémetros.

4, Procedimiento para la obtencidn de liminas
para circuitos impresos, de acuerdo con las reivindicacio
nes 1 a 3, caracterizado por el hecho de que como capa me
tilica delgada se aplica eobre o una aleacidén de cobre.

S. Procedimiento para la obtencidn de laminas
para circuitos impresos, de acuerdo con las reivindicacio
nes 1 a 3, caracterizado por el hecho de que como capa me
talica delgada se aplica niquel o una aleacidn de niquel.

6. Procedimiento para la obtencidn de liaminas
para circuitos impresos, de acuerdo con las reivindicacio
nesta 5, caracterdzado por el hecho de emplear placas aig
lantes de resina sintética, ventajosamente reforzadas con
fibras,

7. Procedimiento para la obtencidn de laminas
para circuitos impresos, de acuerdo con las reivindicacio
nes 1 a 6, caracterizado por el hecho de que las placas
aislantes son placas de resina epoxi reforzadas con Ffibras
de wvidrio.

8: Proceimiento para la obtencibdn de laminas
para circuitos impresos, de acuerdo com las reivindicacio
nes 1 a 7, caracterizado por el hecho de que la superficie
de la capa metilica delgada, aplicada sobre el soporte pro
visional, es recubierta con un material fluido de una re
sina 0 que contiene el prepolimero de la misma, después de
lo cual dicho material fluido es llevado a su estado rigi-

do, por ejemplo mediante endurecimiento, constituyendo de
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‘esta manera la resina sintética superficial,

9. Procedimiento para la obtencién de léminas
para circuitos impresos, de acuerdo con las reivindicacio
nes 1 a 8, caracterizado por el hecho de que la cara del
soporte provisional vuelta hacia la capa metadlica delgada,
es sometida a un tratamiento previo a la galvanizacidn,
por el que se garantiza una buena adherencia a la capa de
metal depositada, estando dicho tratamiento constituido por
un revestimiento de cinec, estafio 0 aleaciones de estos me-
tales.

10,  Procedimiento para la obtencién de l&minas
para circuitos impresos.

La presente memoria descriptiva consta de trein-
ta y una hojas foliadas escritas a méquina por una sola de
sus caras.

Barcelona, 23 de octubre de 1974

_Angel HERNANDEZ LOPEZ

A7 Peae ., FUATL

NG

e 2 P



Arigel HERNANDEZ LOPEZ

DOS HOJAS
Hoja ne 1

, FIG.S

U Ll ol bkl
A}‘\\\\\\ OSSN

W W S N . ¥

c, FIG. 7
'\x\\\\\\\ |
7

FIG. 3
‘ y 4
3 Py
2 I
“J . U7 ///'//{(/,'r/
PN
) |
q L FIG 9
5//VA07A07/@

L
Nt b bloebinbirnbombicrll o oo,
L 7;;54

I;Jé’/J//
. G 12
B s %
i 72 =

-

AN NNNNRNRNNN

7
FIG 78
B 17

YNNI INA f///l///////»

2} SN

N,

77

Y

° \\\\\\ |
\X\\\\\\\\\\\\‘l

//
-Barcelona, 23 de octubre de 1974

1




25/37/2

Angel HERNANDEZ LOPEZ DOS HOJAS
Hoja ne 2

0

I‘i‘//
i
i

3\ k\

\ 6
54
524
/
57
b /%Z
, 230

= ‘ |

e/ &g )
ecs Eﬂa@celona, 23 dejoctubre de 1974
Ps2. -
“7_.___/

Iy M -




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



